Exposicion oral de las caracteristica tecnologicas de
fuente conmutada




Sistema de gestion de calidad (1ISO 9000)

-Qué es un sistema de gestién de calidad?

20 Sistema
equisitos
del Producto] ™miie— e

de Gestion
de la Calidad



Sistema de gestion de calidad (1ISO 9000)

Identificar los procesos necesarios para

La Organizacién (Empresa o Compaiiia) debe establecer, / el Sistema de Gestion de la Calidad.
documentar, implementar y mantener un Sistema de —
La Organizacién - Determinar la secuencia e
debe: interaccién de estos
Gestidn de la Calidad, y mejorar continuamente su \ procesos.
eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma. D eterminar tos eriterios v mé
y métodos para asegurar que

la operacion y el control de estos procesos sea
eficaz.




Sistema de gestion de calidad (1ISO 9000)

Proceso de certificacion:

Interaccion comercial

Solicitud y documentos adicionales

Toma de muestras

Ensayos en laboratorio local

Inspeccién de fabrica (solo para marca de conformidad)

Evaluacién .
Certificacién

1.
2.
3.
4.
d.
6.
7.




Sistema de gestion de calidad (1ISO 9000)

¢Cuales son las ventajas de la certificacion acreditada de productos?

e Reconocimiento internacional.
e Confianza ante los clientes.

e Reduccion del riesgo de ofrecer un producto defectuoso.

e Ofrecer un servicio de post-venta y service de mejor nivel.




Seleccion de Componentes

Capacitores del filtro de entrada

- Se definieron acorde al voltaje ripple deseado de entrada (10V)
- A mayor capacitancia mayor sobrecorriente durante el encendido




Seleccion de Componentes

Interruptores de potencia

Se eligio MOSFET por su velocidad de conmutacion
Se calculd la corriente y tensién maxima a la que trabajara cada transistor
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Seleccion de Componentes

Driver de los transistores

- Permite manejar un MOSFET “high side” y otro “low side”
- Velocidad de conmutacion rapida

- Bajo consumo de potencia

- Disponibilidad




Seleccion de Componentes

Capacitores del filtro de salida

- Se calculé en base al voltaje de ripple de salida deseado
-  Se implementaron capacitores en paralelo para disminuir la ESR
- Funcionan al 80% de su clasificacion de corriente de ondulacion maxima




TECNICAS DE DISIPACION DE ENERGIA

¢ Por qué se necesitan las técnicas de disipacion en la fuente conmutada?

El aumento de la potencia a disipar trae como consecuencia la disminucion de la vida util del
dispositivo si el mismo no puede transmitir ésta al ambiente y puede provocar dafios irreversibles en
los componentes.
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ANALISIS DE LA FUENTE CONMUTADA Y ERRORES

* No calcular el disipador sino utilizar uno de una fuente
conmutada desarmada.

+ Colocar tres componentes con diferente potencial en el mismo
disipador.
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« Ponerlos coi IPUIITIILED LTILA UcI UIdipauul, siendo que no
habia restricciones en el tamafo de la placa.
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o Q U E S E D EB ER I A H AB ER ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T = 25 °C, unless otherwise noted)
‘, PARAMETER SYMBOL LIMIT UNIT
Drain-Source Voltage Vos 500 '
R EA L I ZA D O ? Gate-Source Voltage Vas +20 4
Continuous Drain Current Vgsat 10V TTC =120503:é Ip 2? A
c= .
KD H H H Pulsed Drain Current ® lom 32
% Partir de las especificaciones de e = .
d | Seﬁ O Single Pulse Avalanche Energy P Eas 510 mJ
. .. Repetitive Avalanche Current 2 lag 8.0 A
> Potencia a d|S|par (Pd) Repetitive Avalanche Energy @ Ean 13 mJ
.0’ 1 Maximum Power Dissipation | Tc=25°C Pp 125 w
M Buscar IOS Valores de Ias hOJaS de Peak Diode Recovery dV/dt © dV/dt 3.5 Vins
d atos Operating Junction and Storage Temperature Range Ty Tetg -55 to +150 c
> Tem eratura maXi ma de Soldering Recommendations (Peak temperature) for10s 300
jU ntuFI)_a (TJ) Mounting Torque 6-32 or M3 screw Ji IEf.-ri:
> Resistencia termica juntura-
ca rcasa(Rj C) THERMAL RESISTANCE RATINGS
o . . . PARAMETER SYMBOL TYP. MAX. UNIT
% Determinar el valor de la resistencia Mo Junclion-v Abiert Roua - 52
HP _ H Case-to-Sink, Flat, Greased Surface Rihcs 0.50 - “C/W
dISIpador amblente . Maximum Junction-to-Case (Drain) Rinic - 1.0
> Rda=(Tj-Ta)/Pd-Rjc-Rcd
" I Passive - 270AB
% Eleccion de un disipador comercial o il
— 175
=~ | )
_ LJ <
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Diseno PCB

Simple Faz
FR2
Plancha - Acido

Altium 16
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Entrada

Control

Salida

Diseno PCB

Nota aplicacion

Cleareance

Ancho de

pista

Altium

Rule check

Revision
de PAD

Distancia entre

componentes

Footprint
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